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硫氰化物化学镀金工艺的研究
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【摘要】 研究了以硫氛化物为络合剂
,

次亚磷酸盐为还原剂的新型无氛化学镀金工艺
,

探讨了各

因素对化学镀金镀速的影响关系
,

并得出最佳配方及工艺条件
,

在最佳条件下
,

链速可达到 卿
,

铰层质圣优良
。

关 键 词 无氛化学镀金 硫氛化物 镀速 次亚磷酸盐

中图分类号
·

化学镀是在催化表面的作用下〔
’〕,

通过氧化还原反应产生金属沉积的过程
,

与电镀相比
,

它具

有镀层厚度均匀
,

外观良好
,

不需要复杂设备和操作简单等优点
,

随着对超大规模集成电路
、

元器件

线路微型化要求的提高
,

化学镀技术更是得到了极大的发展
,

化学镀金由于其优越的镀层性能
,

成

为化学镀的一个重要分枝
。

迄今为止的化学镀金工艺有含氰化学镀金 , 〕和无氰化学镀金闭
。

含氰化学镀金是以氰化物为

络合剂
,

硼氢化物为还原剂
,

其镀速和镀液的分散性
、

稳定性都可保证
。

然而由于氰化物的剧毒性
,

给操作安全
、

废液处理及环保带来诸多问题
,

其应用受到一定限制
。

无氰化学镀金大致有亚硫酸盐镀金
、

卤化物镀金
、

硫代硫酸盐镀金
。

亚硫酸盐镀金和硫代硫酸

盐镀金均要求 一作还原剂
, 一被氧化产物是单质硫

,

它沉积在镀件上将影响镀件质量
,

阻碍反应

的进行
。

卤化物镀金由于络合能力差
,

镀液稳定性和分散性难以保证
,

限制了生产中的应用
。

文中探

讨了硫氰化钾作络合剂的无氰化学镀金
。

实验原理
在化学镀金溶液中

,

络合剂的作用是与金离子形成稳定的络合物
,

使溶液中的金离子稳定在较

小的范围
。

化学镀金溶液中常用络合剂和金离子形成的络合物的 值
,

如表 所示

表 络合剂与金离子的 值

金离子
络 合 剂

人一

从表中可以看出
,

除 一外
, 一
的稳定常数最大

,

故选择
一

作为络合剂是一次可行的尝试
。
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从表中可以看出
,

除 一外
, 一的稳定常数最大

,

故选择 一作为络合剂是一次可行的尝试
。

以次亚磷酸盐为还原剂
、

硫氰化物为络合剂的化学镀金
,

其总反应方程为
‘ , 。 , 、 , , , , , ‘ 、 , ,

下歹八 又。气 侧力 十 于 上气 十 于 十 二 十 丁廿 十 二乙 凶口 乙 乙 乙

从热力学来分析
,

化学镀金包括一个阴极过程和一个阳极过程
。

阴极
, 、 , 、 , ,

下
一

气 弋例 名 一 夭 不
卜

八 一 万 例 朋

阳极 告
、

, ,

十 二干 口乙

, , ,

卜 夭 一万 气 州卜
乙

衅 一

总反应的标准电位 尸一朋一醚一
,

自由能变化 」 一 解 一 、
一 ’,

从 」

一 砂得 砂一 沪
,

由此可说明此反应可以进行
。

实验及实验结果
工艺流程

实验采用镍件进行化学镀金
,

为避免置换反应对正交实验的干扰
,

先在镍基上镀金打底
,

然后

进行实验化学镀金
,

其工艺流程为

镍件一除油一浸酸一镀金一金件 正交实验化一镀金一后处理

正交实验

本次无氰化学镀金溶液的主要成分有 金盐
,

硫氰化钾
,

次亚磷酸钠和氯化馁
。

各组分的作用

为

金盐 镀液的主盐
,

提供金离子
。

硫氰化钾 镀液的络合剂
,

与镀液中的金离子形成稳定的络合物
,

防止镀液的自然分解
。

次亚磷酸钠 镀液中的还原剂
,

将镀液中的金离子还原成金原子并沉私侄 镀件上
。

氯化按 镀液中的 调节剂
,

它与加入的碱反应形成 一 到穿酸碱对
,

使 值控制在一定

范围
。

另外
,

它也是辅助络合剂
,

从表 中可以看出
,

和 一可与
,
络合

,

与 一起形成多

元配体金络离子
。

在化学镀金工艺中
,

温度和 值对镀速也有影响
,

因此本次正交实验选用六因素
、

五水平表
,

镀速的测定采用增重法
。

正交实验结果如表 所示
。

将正交实验结果采用极差法处理
,

处理结果如表 所示 见后一页
。

从极差法处理表中得到的 值表明
,

对硫氰化物化学镀金镀速影响从大到小的因素排列依次

为 一 一 一 一月一
,

其中
,

影响最为明显的是温度和还原剂次亚磷酸钠
,

金盐和氯化按的影响

较小
。

最佳条件的选择
金盐是镀液的主盐

,

是金离子的供给源
,

金离子提供越多
,

则镀速将越大 从实验结果也可以看

出
,

随着金盐浓度的升高
,

镀速增大
,

但是总体对镀速的影响较小
,

综合考虑到成本的原因
,

宜选取

为金盐的最佳浓度值
。

硫氰化钾是镀液的络合剂
,

络合剂的量太小
,

金离子络合不完全
,

镀液的稳定性较差
,

络合剂的

量太大
,

则游离的金离子太少
,

镀速降低
,

从实验结果也可以得出这样的结论
,

所以硫氰化钾的最佳
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浓度宜选取
。

表 交实验结果表

实

誓 金豁 一
‘

加 司 矢
·

比
。 一‘ ,

一 , ℃ 镀速 帅
· 一 ’

曰亡︺甘

⋯
一吕口,

口任亡︺内︸‘口,只口八了,口任互︺甘叮才口,亡口内匕叮‘,二口内︻‘︺‘︺匕口一‘︸︸︸反︺亡工﹄口‘口︺八︺︸﹄︸﹄口‘口一‘口

表 极差法处理表

金盐 司 气 比

价价伯价

,

肠

称

犯灭 阶么

只夕 久夕
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次亚磷酸钠是镀液的还原剂
,

还原剂的量太小
,

则金的析出速度较低
,

还原剂过高
,

镀液易发生

分解
,

镀速将下降
,

从实验结果得出次亚磷酸钠的最佳浓度为
。

氯化钱是辅助络合剂和 值调节剂
,

对镀速的影响总的趋势是减小
,

但幅度较小
。

从实验结

果也看出对镀速的影响最小
,

宜选取 为最佳值
。

温度对化学反应速率的影响较明显
,

随着温度的升高
,

反应速度加快
,

对化学镀金来说沉积速

度将增大
。

从实验也可以看出温度对镀速影响最大
,

温度越高
,

镀速增大
,

但温度过高
,

将严重影响

镀液的稳定性
,

所以
,

温度选择 ℃ 为宜
。

从化学镀金总的反应方程式来看
, 一作为反应物参加化学反应

,

按道理 值越高
,

镀速将

越大
,

但是实验结果却是随着 值升高
,

镀速降低
,

这主要是 越高
, 一浓度增大

,

镀液稳定性

降低
,

使镀速降低
。

另外
,

如果 值过低
, 一浓度太小

,

镀速也将减小
,

所以 值的最佳值宜选

取
。

通过正交实验的结果及对各因素的具体讨论
,

可以得出硫氰化物化学镀金的最佳配方及工艺

条件

金盐 恤 为
·

场。 温度 ℃ 值

将上述配方在最佳工艺条件下进行施镀
,

得到的镀速为 卿
,

镀液稳定性良好
,

且镀层质

量优异
,

连续施镀可达到五个周期
。

结 论
文中通过正交实验研究了以硫氰化物为络合剂

,

次亚磷酸钠为还原剂的无氰化学镀金镀速与

各因素的影响关系
,

在综合考虑镀速
、

镀液稳定性和节约的原则
,

得出最佳配方及工艺条件

金盐 陇 月飞
·

扎。 温度 ℃ 值

在该条件下镀速可达 林 ,

镀液稳定
,

镀层质量优良
,

连续施镀可达到五个周期
。
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直接序列扩频通信检测与参数估计

主研人员 郭 伟 余敬东 张国平 李少谦 洪福明 夏超时 李 牧

首次提出了比 骆 信号的数字滑动窗积分自相关检测模型
,

利用该模型建立的实验系统
,

对信噪比在一

左右仍能实现检测和参数估计 具有理论和实际应用价值
。

首次提出了飞 信号无损窄带干扰自适应抑制技术
,

研制出多功能直扩信号源和干扰
、

噪声源
,

该多功能信号源能输出码长
、

鸽速可调的直扩信号
,

以及信噪比和信干比

可调的直扩
、

干扰
、

噪声混合信号
,

供科研实验用
。

一 型光纤传输设备

主研人员 张志漪 李乐民 邱培曦 吕道富 唐绍淑 曾大章 薛光盛 黄宋婚 李致启 张 翔

倪道友 赵岳均 张 骚 徐寄森

实用化三次群光纤通信系统是国家
“
七 五

”
攻关项目

。

该系统在保定一北京
、

蚌埠一水家湖
、

南京一芜湖
、

南昌

一向塘等地区应用
,

用户反映很好
。

电子科技大学承担了关键技术一线路编解码与上
、

下区间通信以及全线监控等

研制
,

包括快速帧同步
、

复接
、

分接
、

码速调整与恢复
、

微机监控等
。

科 卞


